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@ Baugruppezur Aufnahme elektronischer Bauelemente 

{§) Baugruppen fur elektronische Bauelemente, insbesondere 
fur Kfz-Elektronik mussen zunehmend hohen Anspruchen an 
Qualitat und insbesondere Kosteneffizlenz genOgen. Diesen 
Anspruchen genugt die erfindungsgemaBe Baugruppe, de- 
ren elektronische Bauelemente auf einer Leiterplatte ange- 
ordnet sind, die ihrerseits mit einer Metallplatte fest verbun- 
den 1st. Die Leiterplatte und die Bauelemente werden mittels 
eines geeigneten Kunststoffmaterials vollstandig umpreRt 
(gemouldet), so daB die Umpressung am Umfang der 
Leiterplatte eine formschlussige Verblndung mit der Metall- 
platte eingeht und somit fur die Leiterplatte als auch die 
Bauelemente ein feuchtedichtes Gehause bildet. Weitere 
Vorteile liegen in wesentlichen Materialeinsparungen sowie 
in einer im Verglaich zu bekannten Baugruppen geringeren 
Fertigungstiefe, wodurch die geforderte Kosteneffizienz er- 
zielt wird. 
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' Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine elektronische Baugruppe 
mit einer elektronische Bauelemente tragenden Leiter- 
platte gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 

Baugruppen fur elektronische Baueleinente, insbe- 
sondere fur Kfz-Elektronik mussen zunehmend hohen 
Anspriichen an Funkndn, Qualitat und Zuverlassigkeit 
genflgen. Diesen Anspriichen werden jedoch im Hin- 
blick auf Wirtschaftlichkeit Grenzen gesetzt Daher 
kommen insbesondere im Kfz-Bereich solche Technolo- 
gien zum Einsatz, die gleichzeitig den hohen technischen 
Anspriichen genugen als auch kosteneffizient herstell- 
bar sind 

So ist aus der DE-OS 41 02 265 eine Baugruppe fur 
Kfz-Elektronik bekannt, bei der eine Metallplatte als 
Trager fQr eine Multilayer-Leiterplatte oder eine Multi- 
layer-Folie und gleichzeitig als Warmesenke fur die auf 
der Leiterplatte bzw. Folie angeordneten Bauelemente 
als auch als Teil des Gehauses andererseits dient Die 
Baugruppe wird dadurch zu einem vollstandigen Ge- 
hause komplettiert, indem ein haubenformig ausgebil- 
deter Deckel die die Leiterplatte bzw. Folie tragende 
Seite der Metallplatte fqrmschlussig abdeckt DarQber 
hinaus kann der zwischen dem Deckel und der Leiter- 
platte entstehende Raum mit einem isolierenden und 
feuchtigkeitsabweisenden Material unter Bildung eines 
Vergusses ausgefullt werden. 

Ein kritischer Punkt bei dieser bekannten Baugruppe 
ist nach wie vor die hermetisch dichte Verpackung der 
Bauelemente als auch der Leiterplatte, da zwischen der 
in der Regel aus Kunststoff bestehenden Gehausekappe 
und der Metallplatte Undichtigkeiten entstehen konnen. 
Eine die Zuverlassigkeit steigernde MaBnahrhe ware die 
Herstellung eines Voll- oder Teilvergusses als Weich- 
verguB durch AusgieBen des Hohlraumes zwischen Ge- 
hausekappe und Leiterplatte mit Silikon-Gel. Aufgrund 
der hohen Materialkosten von Silikon fuhrt dies jedoch 
zu hohen Herstellungskosten. Dariiber hinaus fflhrt der 
hohe thermische Ausdehnungskoeffizient des Silikon- 
Gels zu mechanischen Problemen. 

Daher stellt sich die Erfindung die Aufgabe, eine Bau- 
gruppe der eingangs genannten Art anzugeben, die bei 
niedrigen Herstellungskosten hochste Zuverlassigkeit 
im Hinblick auf die Abdichtung der Bauelemente und 
der Leiterplatte bietet. 

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden 
Merkmale des Patentanspruches 1 gelost. 

Die damit vorgeschlagene LOsung wendet in der Bau- 
gruppentechnologie zum ersten Mai die aus der IC- 
Technologie bekannte Gehausetechnik an, namlich das 
Gehause durch Umpressen der IC-Chips mit einer 
Mouldmasse, als HartverguB herzustellen. Die Umpres- 
surtg bildet am Umfang der Leiterplatte eine form- 
schliissige Verbindung mit der Metallplatte, so daB diese 
Umpressung zusammen mit der Metallplatte ein hoch- 
wertiges feuchtedichtes Gehause bildet, das auch bei 
zyklischer thermischer Belastung eine hohe Zuverlas- 
sigkeit aufweist 

GemaB einer vorteilhaften Ausfuhrungsform wird die 
Umpressung so ausgefuhrt, daB an deren Umfang die 
Metallplatte ubersteht, wodurch sich dort, also an dem 
Uberstand Befestigungsmoglichkeiten ergeben. 

In der Regel weisen elektronische Baugruppen Mittel 
zum AnschluB von Verbindungsleitungen auf, also Stek- 
ker, die mit der Leiterplatte verbunden sind. Solche 
Stecker bestehen aus einem Steckerkern, der die Stek- 
kerpins aufnimmt sowie einem Steckerrahmen, der zur 
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FQhrung der Buchse dient sowie mit einer Dichtung und 
Verrastung versehen ist Bei einer solchen Ausfuhrungs- 
form wird nun der Steckerrahmen als Umpressung des 
Steckerkerns gleichzeitig mit der Umpressung der Bau- 
s elemente und der Leiterplatte ausgefuhrt Somit kannen 
die Steckerkosten minimiert werden, da beim Stecker- 
hersteller die Fertigungskosten reduzien werden, was 
insgesamt zu geringeren Herstellungskosten der Bau- 
gruppe fuhrt Bei einer solchen Ausfuhrungsform ist die 
io Leiterplatte auf der ersten Flache der Metallplatte an- 
geordnet,. wahrend ein solcher Stecker sich auf der 
rweiten Flache dieser Metallplatte befindet und beidsei- 
tig mit Mouldmasse umgeben ist 
Bei einer anderen bevorzugten Weiterbildung der Er- 
15 findung ist der Stecker als Randgruppenstecker ausge- 
bildet Zur Anbringung eines solchen Randgruppenstek- 
kers weist die Metallplatte in deren Randbereich eine 
Aussparung auf, die so tief ist, daB ein zur Aufnahme des 
Randgruppensteckers ausreichender Randbereich der 
20 Leiterplatte in diese Aussparung ragt, wobei dieser 
Randbereich der Leiterplatte mit der Mouldmasse nicht 
umpreBt wird. Da bei einer solchen Ausfuhrungsform 
der eigentliche Stecker sich kabelseitig befindet, weist 
die Baugruppe keinen eigentlichen Stecker mehr auf, 
25 wodurch sich insbesondere eine Reduzierung der Ge- 
hausewerkzeugkosten fur Stecker, Deckel etc. auf nur 
. ein einziges Werkzeug ergibt 

Bei einer solchen Ausfflhrungsform ist vorzugsweise 
auf der zweiten Flache der Metallplatte im Randbereich 
30 der den Randgruppenstecker aufnehmenden Leiterplat- 
te eine Umpressung des.Kontaktbereichs von Metall- 
platte und Leiterplatte zwecks Vermeidung des Eindrin- 
gens von Feuchtigkeit vorgesehen. 
Weiterhin kann in vorteilhafter Weise der Randgrup- 
35 pehstecker der o. g. Ausfuhrungsform als Nullkraftstek- 
ker ausgefuhrt sein. 

Eine weitere Reduzierung der Herstellungskosten 
wird dadurch erzielt, daB anstatt mit Gehause versehene 
Bauelemente gehauselose Bauelemente, also IC-Chips 
40 verwendet werden, die nach dem Aufloten auf die Lei- 
terplatte gebondet werden. Die Kosteneinsparung er- 
gibt sich insbesondere dadurch, daB beim Halbleiterher- 
steller der Fertigungsschritt der Gehauseherstellung 
entfaMlt 

45 SchlieBlich kann bei einer letzten vorteilhaften Wei- 
terbildung der Erfindung als Leiterplatte eine Multilay- 
er-Leiterplatte oder eine Multilayer-Folie verwendet 
werden, wodurch eine optimalere Ausnutzung der vor- 
handenen Leiterplattenflache erzielt wird, mit der Folge 
50 eines geringen Baugruppen-Volumens. 

Im folgenden soli die Erfindung anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen im Zusammenhang mit den Zeichnun- 
gen dargestellt und erlautert werden. Es zeigen: 
Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer Bau- 
55 gruppe gemaB der Erfindung, 

Fig. 2 eine Schnittdarstellung A-A der Baugruppe ge- 
maB Fig. 1 und 

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung einer weite- 
ren Baugruppe gemaB der Erfindung mit einem Rand- 
60 gruppenstecker. 

Die Baugruppe gemaB Fig. 1 und 2 besteht aus einer 
Metallplatte 1 aus Aluminium, deren eine Flache la eine 
Leiterplatte 2 tragt. Diese Leiterplatte 2 kann als Mulu- 
layer-Leiterplatte oder als Multilayer-Folie ausgefuhrt 
65 sein, wobei solche Mehrlagen-Platinen mit der Alumini- 
um-Tragerplatte 1 flachenschlussig verklebt sind. Zur 
Herstellung einer solchen Multilayer-Folie werden die 
einzelnen Folien lose Obereinander auf die Metallplatte 


DE 43 29 083 Al 


l.gelegt, wobei zwischen diesen Folien bzw. zwischen 
der der Metallplatte 1 benachbarten Folie je eine Kle- 
befolie oder eine dOnne Kleberschicht mit eingelegt 
oder aufgebracht wird. Bei einer solchen Folie handelt 
es sich um eine vorvernetzte, also nichj ausgehartete 
Klebefolie mit Glasfilamentgewebe (Prepreg). Die ge- 
nannten Folien werden unter Anwendung von Druck 
und Warme stoffschliissig miteinander verpreDt Die 
Leiterplatte 2 ist in ihrer flachenhaften Ausdehnung et- 
was kleiner gewahlt als die Metallplatte 1, so daB von 
der Metallplatte 1 ein die Leiterplatte 2 umlaufender 
Rand 4 gebildet wird. 

Die Leiterplatte 2 enthalt Leistungstransistoren 3a 
sowie sonstige elektronische Bauelemente 3, die als 
SMD-Bauelemente ausgefuhrt sind Somit dient die 
Aluminiumplatte 1 gleichzeitig als Platinentrager, KQhl- 
korper und Gehauseboden, wobei die warmeverteilen- 
de Aluminiumplatte 1 filr eine optimale Warme vertei- 
lung sorgt 

Die genannte Baugruppe gemaB den Fig. 1 und 2 
weist ferner einen aus einem Steckerkern 6a und einer 
SteckerfQhrung 6b aufgebauten Stecker auf. Dieser 
Stecker ist auf der anderen Flache lb der Metallplatte 1 
in einer zentralen Position angeordnet, so daB zu den 
Leistungstransistoren 3a moglichst kurze Leitungswege 
entstehen. 

Zur Vervollstandigung der Baugruppe wird die Lei- 
terplatte 2 mit den elektronischen Bauelementen 3 und 
3a und gleichzeitig der Steckerkern 6a mittels einer 
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handelsflbliche Bauelemente, also solche mit GehSuse 
verwendet Ein weiterer Kostenvorteil wird dadurch er- 
reicht, daB lediglich IC-Chips (die), also Bauelemente 
ohne Gehause eingesetzt werden. Die elektrische Kon- 
taktierung mit der Leiterplatte erfolgt dann flber einen 
Bond-ProzeB. Die Kosteneinspamngen ergeben sich 
dann durch die nicht behausten Bauelemente. Ein weite- 
rer Vorteil ergibt sich durch die verbesserte Recycling- 
fahigkeit, da dann lediglich Kunststoffmaterial der glei- 
ehen Art anf allt 

Bei der Baugruppe nach Fig. 3 ergibt sich hinsichtlich 
des Steckers eine weitere Einsparung, da dieser durch 
einen Randgruppenstecker 8 ersetzt wird. Hierzu weist 
die Metallplatte 1 eine Aussparung 7 derart auf, daO in 
diese Aussparung ein Randbereich der Leiterplatte 2 
ragt In diesen Randbereich der Leiterplatte enden Lei- 
terbahnzuge mit ihren Endkomakten 2a, die den Kon- 
takt mit dem Randgruppenstecker 8 herstellen. Die Um- 
pressung 5a der Leiterplatte weist in diesem Bereich 
ebenfalls einen Ausschnitt auf, da die Endkontakte 2a 
unbedeckt bleiben mussen. Da nunmehr die RQckseite 
der Leiterplatte 2 nicht mehr vollstandig auf der Metall- 
platte 1 aufliegt, muB an der entsprechenden Verbin- 
dungsstelle zwischen der RQckseite der Leiterplatte und 
der Metallplatte fur einen feuchtedichten AbschluB ge- 
sorgt werden. Dies erfolgt dadurch, daB mit der Um- 
pressung der Leiterplatte 2 und deren Bauelemente 
gleichzeitig die RQckseite der Leiterplatte 2 bzw. die 
FlSche lb der Metallplatte 1 umpreBt wird (vgL Bezugs- 


Mouldmasse 5 derart umpreBt, daB zusammen mit der 30 ziffer 5b) unter Bildung eines Fflhrungsschachtes 5c fur 


Metallplatte 1 ein geschlossenes Gehause entstebt Die- 
ses Gehause besteht neben der Metallplatte einmal aus 
der Umpressung 5 der Leiterplatte und den Bauelemen- 
ten sowie einer Umpressung 6b, die den Steckerrahmen 
mit Dichtung und Verrastung bildet Diese Umpressung 
ist aus der IC-Technologie unter dem BegriffJ'Moulden" 
bekannt und kann beispielsweise mit einer von der Fa. 
Ciba Geigy auf dem Markt angebotenen Mouldmasse 
Aratronic 2180-4 ausgefuhrt werden, deren geringer 
thermischer Ausdehnungskoeffizient das Moulden der- 
art groBer Volumen moglich macht. 
' Die Umpressung 5 und 6b werden in einem einzigen 
Vorgang erzeugt und bilden einerseits mit der Flache la 
der Metallplatte 1 am umlauf enden Rand der Leiterplat- 
te 2 eine feuchtedichte Verbindung mit der Metallplatte 
und andererseits eine ebensolche formschlflssige Ver- 
bindung mit dem Steckerkern 6a bzw. der Flache lb der 
Metallplatte. Da der Steckerrahmen 6a aus einem ther- 
moplastischen Kunststoff besteht und die Mouldmasse 
ein Duroplast darstellt, entstehen hinsichdich der form- 
schliissigen Verbindung der Steckerpins und dieser bei- 
den Kunststoffe keine Probleme. 

Die Umpressung 5 der Leiterplatte 2 ist so ausgefuhrt, 
daB noch ein Teil des von der Metallplatte 1 gebildeten 
umlaufenden Randes 4 von der Mouldmasse unbedeckt 
bleibt. 

Durch das Moulden der kompletten Baugruppe ent- 
stehen mehrere Vorteile: es ergeben sich erhebliche 
Einsparungen bei den Steckern, da einmal der Stecker- 
rahmen bei dem Steckerhersteller entfallt und zum an- 
deren auch die Steckermoniage einfacher wird. Weiter- 
hin gibt es erhebliche Einsparungen bei den Gehause- 
werkzeugen, da lediglich ein einziges Werkzeug zur 
Umpressung benotigt wird. Weiterhin wird die GroBe 
einer solchen Baugruppe im Vergleich zu solchen aus 
dem Stand der Technik weiter verkleinert und auch de- 
ren Robustheit erhoht. 

Bei der oben beschriebenen Baugruppe werden noch 
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den Stecker 8. 

Ansonsten ist die Baugruppe nach Fig. 3 entspre- 
chend derjenigen nach den Fig. 1 und.2 aufgebaut. 

Die in den Figuren beschriebenen Baugruppen eht- 
halten eine Metallplatte mit einer GroBe von ca. 
120 cm 2 . Die Erfindung ist nicht auf eine solche GroBe 
beschrankt, sondern kann auch bei solchen Baugruppen 
eingesetzt werden, deren flachenhafte Ausdehnung 
noch gr6Ber ist. 

Die hier beschriebenen Baugruppen konnen mit Vor- 
teil in der Automobiltechnik eingesetzt werden. Dane- 
ben durften sie auch Qberall dort zu finden sein, wo 
Logik und Leistung auf engstem Raum miteinander 
kpmbiniert oder wo °Smart-Power"-Module als Subsy- 
steme in groBere Systeme oder Aggregate integriert 
werden sol! en. Dafur kommen neben der Automobil- 
technik auch die Telekommunikation und die industriel- 
le Elektronik in Frage, speziell auch in Einschubsyste- 
men mit Warmeabfuhr iiber die Aluminiumplatte auf 
den Gehauserahmen. Hierbei ist eine beidseitige elektri- 
sche Steckverbindung fiber eine sogenannte Riickwand- 
verdrahtung der Baugruppen untereinander moglich. 

Patentanspruche 

1. Elektrische Baugruppe mit einer elektronische 
Bauelemente (3, 3a) tragenden Leiterplatte (2) und 
einer eine erste und zweite Flache (la, lb) aufwei- 
senden Metallplatte (1), wobei die Leiterplatte (2) 
formschJussig auf der ersten Flache (la) der Metall- 
platte (1) angeordnet ist, gekennzeichnet durch 
folgende MerkmaJe: 

a) die Metallplatte (1) weist eine solche Flache 
auf, daB sie am Umfang der Leiterplatte (2) 
ubersteht und 

b) es ist eine Umpressung der Bauelemente (3, 
3a) und der Leiterplatte (2) vorgesehen, wobei 
ciese Umpressung mit dem am Umfang der 


DE 43 29 083 

5 

Leiterplatte (2) Qberstehenden Teil der Metall- 
platte (1) eine formschlussige Verbindung bil- 
,•»,.•.• det. , 
Z Elektronische Baugruppe nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Metallplatte (1) am 5 
Unrfang der Umpressung (5) Qbersteht 

3. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 1 oder 
2 mit einerri mit der Leiterplatte verbundenen Stek- 
ker, der aus einem Steckerkern und einem Stecker- 
rahmen aufgebaut ist, dadurch gekennzeichnet, daB 10 
der Steckerrahmen als Umpressung (6b) des Stek- 
kerkerns (6a) ausgebildet ist und diese zusammen . 
mit derjenigen der Bauelemente (3, 3a) und der 
Leiterpl atte (2) eine einzige Umpressung bilden. 

4. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 3, da- 15 
durch gekennzeichnet, daB der Stecker (6a, 6b) auf 
der zweiten Flfiche (lb) der Metallplatte (1) ange- 
ordnetist 

5. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 1 oder 

2, wobei Mittel zum AnschluB von Verbindungslei- 20 
tungen vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, 
daB zum AnschluB der Verbindungsleitungen ein 
Randgruppenstecker (8) verwendet wird. 

6. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB ziir Anbringung des 2s 
Randgruppensteckers (8) die Metallplatte (1) im 
Randbereich eine Aussparung (7) aufweist, die so 
tief ist, daB ein zur Aufnahme des Randgruppen- 
steckers (8) ausreichender Randbereich der Leiter- 
platte (2) in diese Aussparung (7) ragt und daB die- 30 
ser Randbereich der Leiterplatte (2) nicht umpreBt 
wird. 

7. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf der zweiten Flache 
(lb) der Metallplatte (l)im Randbereich der Leiter- 35 
platte (2) eine Umpressung (5b) des Kontaktbe- 
reichs von Metallplatte (1) und Leiterplatte (2) vor- 
gesehen ist, die zusammen mit derjenigen der Bau- 
elemente (3, 3a) und der Leiterplatte (2) eine einzi- 
ge Umpressung bildet 40 

8. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB mit der Umpressung 
(5a, 5b) ein Fuhrungsrahmen (5c) fur den Rand- 
gruppenstecker (8) gebildet wird. 

9. Elektronische Baugruppe nach einem der An- 45 
sprflche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB als 
Randgruppenstecker (8) ein Nullkraftstecker ver- 
wendet wird. 

10. Elektronische Baugruppe nach einem der vor- 
angehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, so 
daB als elektronische Bauelemente (3, 3a) gehause- 
lbse Halbleiter-Chips verwendet werden. 

1 1. Elektronische Baugruppe nach einem der vor- 
angehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, 
daB als Leiterplatte (1) eine Mehrlagen-Platine ver- 55 
wendet wird. 
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